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  � CLEARFIL™ DC CORE PLUS
CLEARFIL™ S3 BOND PLUS

0 5 10 15 20

Liaison / moignon 
Photopolymérisation / Photopolymérisation  
Liaison / moignon 
Photopolymérisation / Autopolymérisation  
Liaison / moignon 
Autopolymérisation / Autopolymérisation  

Résistance à l’arrachement au niveau de la dentine (MPa)

Core X Flow*
XP Bond™ et Self Cure Activator*

LuxaCore™ Z-Dual*
LuxaBond™*

Rebilda DC*
Futurabond DC*

MultiCore™ Flow*
AdheSE™ et DC Activator*

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

LuxaCore™ Z-Dual*
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Résistance à la flexion (MPa)

Core·X Flow*

Built-it™*

CLEARFIL™ DC CORE PLUS**
Module d’élasticité: 6-10 GPa

PANAVIA™ POST**
Module d’élasticité: 32 GPa

Moignon métallique*
Module d’élasticité: environ 100 GPa

Dentine*
Module d’élasticité: 12-19 GPa
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